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評価結果の総合所見 

本課題は、低コストで量産化が可能な半導体ダイヤモンドウエハの実現に向け、ダイヤモンドの

インゴット製造、スライス加工、平坦化に関する技術の開発を目指すものである。 

概ね目標を達成し、企業との共同研究も進んでおり、次の研究開発フェーズ移行に必要な成果

が得られた。 

技術的には確実に進んだものの、社会実装につなげるためには、社会情勢を踏まえた目標設定

が重要となる。多くの企業の注目を集める中、今後の研究の方向性についての議論が進むことを

期待する。 
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